（V2P6）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	V2p6实际为0001终端
	FLEX
	20170818
	销售

	新增顾客
	
	20170803
	V2P620170713


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
终端客户（Alstom）增加如下要求：终端顾客代码：V2P6-0001
                               
[image: image1.emf]V2P6-0001.docx


预审部分：
CAM部分：
FPC：
                               
[image: image2.emf]FLEX.docx


共用部分：

1.标记：

     制板说明中无标记要求时，加快捷全套标记，包括周期标记，周期格式为：YYWW

2.层标：

   如果顾客文件中已经设计好了层标,层标按文件制作，板边层标位置不允许削铜（如下图6种类型所示），如果顾客文件中没有设计层标,在单元板内加层标,可选择如下6种层标任一一种,具体位置无要求，无需确认。

[image: ]

3.孔环：

      制板说明中无孔环要求时，内层孔环最小1mil，外层孔环最小2mil

4.内层非功能性焊盘：

      制板说明中无特别要求时，允许删除内层非功能性焊盘

5.孔径公差（无要求时）：

      ①NPTH:

              孔径≤1.0mm时，公差±0.05mm

              1.0＜孔径≤6.5mm时，公差±0.1mm

              孔径>6.5mm时，公差±0.20mm

      ②PTH

              孔径＜0.7mm时，无公差要求

              0.7≤孔径≤2.0mm时，公差+0.1/-0.05mm

              2.0＜孔径≤5.0mm时，公差+0.15/-0.1mm

              孔径>5.0mm时，公差±0.20mm

      ③PTH(压接孔)

             0.6mm±0.05mm

             0.8mm±0.05mm

             1.04mm+0.05/-0.1mm

             1.6mm+0.09/0.06mm

      ④工具孔：

            3.17±0.05mm

6.过孔处理：

       A.非BGA处及非SMD上的过孔，对于单面开窗的过孔,在盖油面加比孔直径大6mil的开窗,开窗面阻焊焊盘比线路焊盘直径大6mil,对于双面盖油的过孔,两面加比线路焊盘直径大6mil阻焊开窗,如下图所示:

     [image: ]

     B.BGA处及SMD上的过孔，对于单面开窗的过孔, 在盖油面加比孔直径大6mil的开窗,开窗面阻焊焊盘比线路焊盘直径大6mil,对于双面盖油的过孔,两面加比线路焊盘直径大6mil阻焊开窗,同时单面塞孔处理,如下图所示:

   [image: ]



预审部分：

   1.板材：

      制板说明中无板材要求时，需要使用Tg≥150的材料



CAM部分：
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顾客原始要求如下：
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基材用杜邦或者松下材料可以满足，但纯胶，覆盖膜目前使用的生益材料没办法满足，需要使用杜邦材料的纯胶或者覆盖膜才能满足要求；纯胶东溢的也可以满足
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2.2.2 Base materials for flex or flex rigid bare PCB's

All base materials used for manufacturing flex or rigid flex bare PCB's shall conform to IPC-4203 and
IPC-4204 standards.
Copper cladding must conform to IPC-4562 standard.

*  Flex substrates

Main properties:

Substrate High performance polyimide
Glass transition Tg=220°C

Permittivity <45

Loss tangent <0.003

Moisture absorption Max 1%

Flammability UL9s-Vo

Copper clad Grade 3 (HTE) Quality N

* Bond Ply






image2.jpeg

Main properties:
Bond Ply

Permittivity
Loss tangent

e Coverlay
Main properties:
Coverlay

Permittivity
Loss tangent

High performance polyimide film coated on both sides with a B-stage

modified acrylic adhesive.
<45
<0.03

High performance polyimide film coated on one side with a B-stage modified

acrylic adhesive.
<45
<0.03







